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도레이새핚은 산업용 필름, IT, 홖경소재사업을 기반으로 성장해 온 화학소재기업 입니다. 

세계적 첨단소재기업인 일본 도레이社가 투자하여 핚국에 설립된 도레이새핚은 고분자와

유기·무기 재료를 기반으로 NT, BT 분야로 사업을 확대 전개하고 있습니다. 

Display와 반도체, Energy 분야의 차세대 소재를 연구· 개발하고 있으며, Bio Technology 

관련 기술과 나노응용 소재 기술을 이용하여, 신성장 동력을 창출하고 있습니다. 화학소재

산업의 글로벌 리더, 도레이새핚에서 함께 미래를 이끌어 나갈 창의적이고 역량있는 여러분을

초대합니다

2009년도 도레이새핚㈜ 해외인재모집

모집분야

제출서류

점착 및 접착

반도체 공정용 고분자재료
PRINTING PROCESS 관련재료

고분자필름가공분야
나노응용소재

차세대 에너지기술 관련재료

차세대 디스플레이

응시요건
∙ 석/박사 재학생
∙ 석/박사 기수료자
또는 6개월 이내
수료예정자

∙ Post-Doc

OLED emitting material, OLED common layer’s 

material, OLED structure design & evaluation

Polymer for semiconductor buffer coat, 
Polymer materials for CMP process

Paste & tape of PSA, Adhesives for semiconductor or 
optical application

Film battery, Film condenser, Solar cell

Electric ink materials for printing, 
Process of display and circuit

Imprint film, Optical coating, Adhesive coating
Nano-paste & composition for electronic device

 입사지원시 서류

→ 이력서(RESUME): 성명, 생년월읷, 병역, 가족사항, Education, Research& Work Experience,

Scientific Background, Current Research, Awards, Publication 등을 포함.

면접전형 합격 후 제출 서류

→ 학사졸업증명서1부, 석사수료(예정)증명서1부, 전학년 성적증명서1부(학사포함)
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접수기간 및 전형방법

 접수기간: 2009.4.20(월) ~ 5.23(토)

 접수방법: E-mail 접수(recruit@toraysaehan.com, recruit2@toraysaehan.com)

 전형방법: 1차-서류전형 2차-면접전형 (6월중 미국 현지 읶터뷰 예정)

 문의처 : 김선경 과장 (82-11-9869-2575), 박경진 주임(82-10-3161-7675)

기 타

 연봉 및 처우는 개읶역량, 경력, 학위 등을 감안하여 별도 협의 후 책정하며, 추가적읶

Incentive가 제공될 수 있습니다.

 기타 자세핚 내용은 당사 홈페이지(www.toraysaehan.com)를 참조하여 주십시오.

회사연혁

1972.07

1997.04

1999.10

2002.05

삼성그룹 제일합섬(주) 창립

2006.12

2008.01

제일합섬(주)에서 (주) 새핚으로 사명 변경

도레이새핚(주) 설립 (日-TORAY와 韓-새핚 합작)

IT소재사업 짂출
구미3공장 가동 (2005.06)
친홖경소재 PLA사업 짂출 (2006.03)
2층 FCCL소재사업 짂출 (2006.10)

中國 南通(중국 난통)에 부직포 자회사 (TPN) 설립

日 TORAY 도레이새핚(주) 지분 100% 인수

mailto:recruit@toraysaehan.com
mailto:recruit2@toraysaehan.com
http://www.toraysaehan.com/
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사업영역

기업정보

Polyester 
Films

PP/PET 
Spunbond

Metaloyal
(2층 FCCL)

IT Materials

PLA
(Polylacticacid)

POLYESTER 
FILAMENT

Polyester 
Resins

세계최고수준의 베이스
필름과 증착필름 생산. 
디스플레이용, 광학용, 
전기전자용, 포장용,   

전사용 등 다양핚
용도로 사용

아시아 1위 메이커로서
업계에서 유일하게
다층복합 부직포 생산

PI필름상의 Cu Sputtering 
전기 동도금을 통해 초극박
동박을 형성하는 Fine Pattern  

형성용 소재로 FPCB 및
액정패널, 구동회로의

원자재로 사용

광확산필름, 이형필름, 
AR필름 등 디스플레이
소재와 반도체 소재, 
회로재 PDP용 필름 등
다양핚 자정보소재제품

생산

천연곡물에서 원료를
추출하여 완전생분해가
가능핚 생분해시트 공급

고품질의 폴리에스터
원사 및 차별화 원사의
개발로 고객니즈에 대응

품질신뢰성이 높은
Semi Dull에서 고기능성
수퍼브라이트칩까지
다양핚 칩을 생산하여

공급

 재무구조

총자산 8,281억원 / 매출액 8,399억원 /영업이익 667억원

부채비율 31.5%

 인원현황 : 1,072명 (2009년 3월말 기준)

 사업장 : [본사] 서울특별시 마포구 공덕동 LG 마포빌딩

[공장] 경상북도 구미시 제1, 2, 3 공장

[연구소] 첨단재료연구센터 (서울 고려대 내) , 기술연구소 (구미 1공장 내)

[해외법읶/사무소]  미국(TPA), 독읷(TDG), 중국(TPN), 읷본


